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Miniaturization
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32nm

More Moore;

22nm

Baseline CMOS: CPU, Memory, Logic
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More than Moore: Diversification

Interacting with people
and environment

Non-digital contemnt
System-in-package

Information
Processing

Digital content
System=on=chip
(SoC)

Source: ITRS Roadmap
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Electronics VIl: w8z x ﬂ Qw Measurement & Instr. TII:
(Discrete) devices, circuits, PCB-level ~ Measurement principles, analog/digital

and low-complexity chip mtegration mstruments, systems, sensors, testing
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Intecrated Systems

Intelligent Systems

TESYS (former Sensorelectronics): Neurocomputing
Microelectronic technologies, layout, Bio-mspired algorithms, circuits
- . - - . P - . . R

sunulation, and design for nixed-signal & systems m digital, analog,

wren

circuits, cell-level (OPA, filter, AD/DAC, ...) L}njggl technology -,_,.__.,,

- - Q m Y n n ﬁ
HEIS

Microsensors and —systems, technological ex-
tensions, layout, sumulation, and design - » algorithms for hybrid intelligent
1 =) ! P 1 2 = - _.
(viston, NIR, Hall, ... ), MENMS teclnologies integrated sensor system design,

and enhanced sensor spectrum, system Fusion/Automation aspects
mtegration technologies, sensor architectures

Bio-mspired and conventional
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Anwendungsspezifische Akquisition & Verarbeitung multisensorischer Daten

Tongue Nostrils

Senses of Livimtlg Beings
Sense of Taste Olfaction

3— Eye

Heat
Receptors

Technical Models
Sensor Technology  MEMS

X-Ray UV | Visual
Light

380 nm 780 nm

Microelectronics

Most Complex Sense: Vision
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Beispielhafte Anwendungen aus durchgefiihrten Projekten

- Bio-Inspired

Sensors, Circuits
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Rahmenprogramm zur Forderung 2004 - 2009

Mikrosysteme

» Querschnittsdisziplin
(EIT/MB/Ph/Ch/Inf)

> Hohes wirtschaftliches
Potenzial

» Erhebliche Wachstums-
perspektive

» Industrielles Interesse und
substanzielle Forderung
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» Integration von Sensoren, Aktoren, Elektronik & intelligenter Signalverarbeitung
» Ausnutzung bzw. Verbindung/Erweiterung von Prozessen der Mikroelektronik
» Besondere Anforderungen an Robustheit und Energieversorgung (Autarke MS)
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Spezielle CMOS-Bildsensoren mit Signalverarbeitung/Klassifikation

Bildsensoren/
Vision chips &
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MEMS-Beispiele aus der Literatur

Reaction chambers for optical analysys

Loading box

Ventilaﬁon chamber
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(828 pum) von microtec Fluidic-Chip von microtec
Ball grid

Komponente
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Wireless-Sensor-Networks und Energy Harvesting

measurement
electrical processed decision
signal signal
Observed —» — > Analog —*  Digital
. Sensor(s) i .
Quantity | <« Electronics [« | FElectronics
Energy
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Temperature T1 (>T2)

Heat Source
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pads

Source: ropelt GmbH
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Reinraum und Testlabor
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Source: austriam r psystems

B

. -
I m Teckmscre Lsiversimar © 2009 Andreas Konig, Institute of Integrated Sensor Systems (1%, =
m KAISERSLAUTERN >



Studiengang Integrierte Systeme/Mikroelektronik

Entwurfausbildung und —infrastruktur im Bereich Mikroelektronik:

Project Specification I

v

|
l Definition of the design l

+ A 4

Redesign Redesign
Comparison with Tmplementation Comparison with
design specification / + design specification

* A

Simulation
Composer v
Spectr Layout creation
Virtuoso

Cadence DFW 11

(3 months -
turn around
time)

Layout verification

— :
MS-Chip-Entwurf Diva/Assura

st layout simulation ‘
2 i\

Post

Parasitic extraction

Z
(Labor mit 10 Lizenzen) EUROPRACTICE - bf ; :g
austriamicrosystems E

v j
Waferprober, Tester, | Testing & verification
Prototype System

v
Product I
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Hierarchischer Entwurf (Rekonfigurierbare Hochvoltschaltungen)

» Cell library for HV-DR-MS-Sensor Electronics:
Application Circuit & System
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Miller  Folded-

\ Cascode

(Matched) Scalable (Matched) Scalable

NMOS S2

Transistors R,C/L ?) 8 bit scale of
/ \ C..,= 0.1 pF,
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2-T ) - ) _
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Entwurfausbildung und —infrastruktur im Bereich Mikroelektronik:

» Microsensor & Chip Design
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Entwurfausbildung und —infrastruktur im Bereich Mikroelektronik:

Verstirker, Follower,
Switches etc.

» CMOS Mixed- Slgnal Schaltkreis- und Mlkrosensorentwurf
» Semesterprojekte zu Zellen und Multi-Projekt-Schaltkreisen/Wafern
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Entwurfausbildung und —infrastruktur im Bereich Mikroelektronik:

» Letzte Gruppenarbeit aus 2009, Multi-Projekt-Bildsensorchip:
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Entwurfausbildung und —infrastruktur im Bereich MST/Sensorik:

ccccccccc

Soft MEMS . ANSYS
MEMS-Entwurf <;> Multiphysics
(Labor mit 4 Lizenzen) (FEM, in Vorb.)

Herstellungstechnologie/Cadence I

» Reine Verhaltensmodellierung: Tools, wie z.B. Modelica
» Physikalischer Entwurf: Coventor bzw. Sot MEMS Xplorer DS (Europractice)
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Dienstleistungen fiir MEMS

» Als Fabless-Fachbereich bietet es sich an fiir FuL Dienstleistungen zu nutzen
» Wie fiir die Mikroelektronik bietet EUROPRACTICE u.a. Multi-User-
MEMS-processes (MUMPS)

Znd OXIDE | | 2nd 0XIDE

PFOLY 1 = - - POLY 1

18t ONIDE . 4stOXIDE

Silicon Substrate

» Z.z. werden PolyMUMPs, SOIMUMPs und MetalMUMPs angeboten

» PolyMUMPs: Dreilagen-Polysilizium surface and bulk micromachining
Prozess, mit 2 Opferschichten und einer Metallschicht ( 8§ Maskenebene, 7
physikalische Schichten).

» Anwendungen: Mikrophone, Beschleunigungssensoren, Mikrofluidik, u.a.
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